附件1
经开区科技计划支持方向（2026年版）
一、信息技术产业（含集成电路）领域
高端芯片与先进计算：面向AI、云计算、6G、自动驾驶等场景，支持CPU/FPGA/DPU/GPU等高端通用芯片、DRAM存储器、高速/高精度数模芯片、高性能电源管理芯片、射频前端模组、AI计算芯片（含存算一体、类脑芯片）、车规级芯片、基于RISC-V等开源架构的芯片、新型宽禁带半导体器件，以及EDA、IP等芯片研发所需工具链开发。
[bookmark: OLE_LINK4]先进封装、关键装备，材料与零部件：聚焦2.5D和3D异构集成、Chiplet、晶圆级封装、光电共封装等先进封测技术，光刻机核心部件、光掩膜版，刻蚀薄膜、量检测等核心半导体装备，以及装备所需零部件。
集成电路制造：聚焦集成电路先进制程与特色工艺发展，支持22nm及以下先进逻辑和先进存储工艺，硅光，混合信号，SOI，锗硅，高压BCD等特色工艺研发应用，推进各类车规、航天等领域的高可靠芯片量产工艺升级。
[bookmark: OLE_LINK5]通信、存储与物联网：支持6G通信、太赫兹、光通信（1.6T/3.2T）、全光交换，以及新型存储芯片（HBM、MRAM、3D NAND）和物联网核心芯片。
[bookmark: OLE_LINK6]量子计算与量子通信：布局量子计算硬件（超导、离子阱、光量子等路线）、量子比特测控与纠错、量子算法及编译软件；发展量子密钥分发、量子隐形传态等量子通信技术，推动城域量子网络及与经典通信融合应用。
[bookmark: OLE_LINK7]工业软件与信息安全：突破工业软件、嵌入式软件、信息安全关键技术，推动信息技术在制造、医疗、政务、金融、物流等领域的深度应用。
二、生物医药与大健康领域
创新药与前沿疗法：聚焦小分子创新药（含蛋白降解、放射性药物）、生物创新药（含核酸药物、抗体药物、重组蛋白、创新型疫苗）、AI 辅助药物研发；布局脑机接口、再生医学、类器官芯片等未来健康前沿。
细胞与基因治疗：聚焦In vivo CAR-T、通用型iPSC细胞治疗、新一代核酸递送平台等关键技术研发，支持自身免疫疾病、肿瘤、神经系统疾病及代谢性疾病等重大疾病领域创新疗法研发、临床转化及产业化应用。
合成生物技术应用：聚焦大片段基因合成、Al辅助合成、关键酶设计改造及自动化生产等关键技术研发；支持合成生物技术在医药、食品、医美、农业、化工及生物基材料等领域的研发及产业化应用。
[bookmark: OLE_LINK8]高端医疗器械与智慧医疗：攻关医学影像装备、手术及康复机器人、植介入器械（人工关节、起搏器、可降解支架）、体外诊断（下一代测序、AI病理）及柔性可穿戴监测设备、器械辅助临床应用的AI应用及数据治理系统，创新药物递送系统。
三、机器人与智能制造领域
具身智能机器人：突破机器人AI芯片、一体化关节、仿生灵巧手、全身运动控制等核心零部件与本体控制技术，推动具身智能大模型与机器人深度融合。
高端数控机床与工业母机：发展超精密加工机床、五轴联动数控系统、大型压铸机及智能故障诊断平台，提升自主可控能力。
半导体与显示制造装备：Micro LED巨量转移/检测设备、激光与增材制造装备。
智能传感器与仪器：攻克MEMS传感器、激光雷达、高精度测量分析仪、矢量网络分析仪等精密仪器及工业软件。
四、高端汽车与新能源（含自动驾驶）领域
[bookmark: OLE_LINK13]智能网联新能源汽车：支持自动驾驶、智能座舱、车路云能一体化协同、智慧交通、智慧城市融合应用、新一代电驱系统、一体化压铸及车规级功率半导体；发展V2G、兆瓦级超充及轻量化材料。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK1]新型储能与智慧能源：攻关全固态电池、钠离子电池、液流电池等下一代储能技术；研发虚拟电厂、源网荷储协同、碳捕集利用与封存（CCUS）；研发基于固态变压器的新一代智能电力装备，支撑电网灵活调控与高效互联。
[bookmark: OLE_LINK15]先进可再生能源与聚变能源技术：发展深远海风电装备、高效钙钛矿/叠层光伏电池、太空光伏电池及光伏建筑一体化；突破绿氢制取（PEM/SOEC电解、海水制氢）、储运新材料、氢氨醇燃料；攻关高温超导磁体、聚变堆材料、氚循环等聚变能源关键技术。
[bookmark: OLE_LINK9]五、低空经济与商业航天领域
[bookmark: OLE_LINK10]低空飞行器与动力系统：研发高比能固态/半固态电池、氢锂混动增程系统、低噪声推进技术及轻量化复合材料（碳纤维、PEEK、铝锂合金）。
[bookmark: OLE_LINK11]低空智联网与安全保障：开发国产AI芯片一体化航电飞控系统、复杂环境多模态感知（激光/毫米波/视觉融合）、城市三维气象预警及低空飞行安全管控技术。
[bookmark: OLE_LINK12]商业航天与太空技术：支持可回收液体火箭、卫星星座组网、低成本智能化卫星平台、太空算力芯片、在轨服务及空天地一体化通信终端。
六、人工智能与具身智能领域
智能算力与AI芯片：研发高性能AI训练/推理芯片、类脑芯片及低功耗机器人AI芯片，构建自主可控算力底座。
大模型与智能体：攻关多模态基础大模型、具身智能VLA/VTLA模型、世界模型；研发通用/专用智能体、多智能体协同及安全可信技术。
高质量数据集与具身智能平台：建设多模态数据采集、清洗、标注与合成平台，开发具身智能仿真训练平台及端侧推理框架。
七、先进材料领域
[bookmark: OLE_LINK16]电子信息与半导体材料：聚焦大尺寸碳化硅、高端光刻胶、抛光材料、超高纯电子气体、封装基板材料、临时键合材料、低损耗高频PCB材料及超高纯溅射靶材。
[bookmark: OLE_LINK17]高性能高分子及复合材料：突破聚醚醚酮（PEEK）、聚酰亚胺（PI）、液晶聚合物（LCP）、碳纤维复合材料在航空航天、机器人、新能源领域的应用。
[bookmark: OLE_LINK18]新能源与生物医用材料：开发固态电解质、超薄隔膜、单壁碳纳米管等电池材料、等离子体材料等核聚变用材料；钙钛矿等光伏材料；攻关可降解植入合金、人工器官材料、医用导管及血液净化材料。
[bookmark: OLE_LINK19]前沿智能与仿生材料：布局二维材料（石墨烯、氮化硼）、超导材料、电子皮肤、刺激响应聚合物及纳米功能材料。
[bookmark: OLE_LINK20]人工智能与新材料：加快攻关新材料智能研发垂类模型与软件系统。
八、光载信息与脑机接口领域
[bookmark: OLE_LINK21]光计算与光通信：攻关全光神经网络、光电融合计算、硅光芯片、TB/s级光互连、薄膜铌酸锂调制器。
[bookmark: OLE_LINK22]先进光显示与感知：突破Micro-LED巨量转移与全彩化、AR近眼显示光引擎、车载全景显示；研发分布式光纤传感、片上集成光感知芯片。
[bookmark: OLE_LINK23]脑机接口：支持侵入式（高密度柔性电极、植入式芯片、神经解码算法）与非侵入式（便携式脑电/脑磁、闭环调控设备）脑机接口技术，推动在医疗康复、智能辅具等场景应用。
[bookmark: OLE_LINK24]九、可持续发展与未来产业领域
[bookmark: OLE_LINK25]生态环境与双碳技术：研发大气污染协同治理、污废水深度处理与资源化、近岸海域生态修复、固废高值化利用、节能降碳技术、碳捕集利用封存及生态系统碳汇提升技术。
[bookmark: OLE_LINK26]应急安全与社会治理：攻关自然灾害精准预警、城市生命线安全监测、储能电站火灾防控、低空安全反制、法治数据可信流通及公共法律服务智能系统。
[bookmark: OLE_LINK27]智慧农业与食品科技：发展农业专用传感器、育种大模型、智能农机、基因编辑育种、微生物绿色投入品及个性化营养健康食品技术。
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